
 
 

投资者关系活动记录表 

 
证券简称：晶升股份       股票代码：688478       编码：<2026-003> 

投资者关系活动类别 

√特定对象调研      □分析师会议 

□媒体采访 □业绩说明会 

□新闻发布会        □路演活动 

□现场参观 □其他  

参与单位名称 光大证券、盈泉投资、财联社 

时间 2026-4-1 

地点 公司会议室 

公司接待人员姓名 董事长、总经理：李辉；董事会秘书、财务负责人：吴春生 

投资者关系活动主要内

容介绍 

问答环节 

Q:请问碳化硅市场近期是否有复苏迹象？ 

A:根据了解到的市场情况，碳化硅衬底市场于近月释放出了积

极信号。碳化硅衬底价格呈现结构性上涨，6英寸产品价格较大

幅度反弹，8英寸价格则止跌企稳并小幅上涨。部分衬底厂商已

收到其下游客户的新增订单需求。行业供需格局得到明显改善。 

 

Q:请问碳化硅行业未来增长点来源于哪里？ 

A:长期来看，碳化硅行业具备明确且广阔的市场空间，在现有

应用场景持续渗透的同时，下游新兴应用不断涌现，已成为了

碳化硅行业未来重要的增长驱动力。在人工智能快速发展的带

动下，数据中心，高端算力芯片，智能驾驶等领域持续迭代升

级。碳化硅凭借其优异的材料特性，在这些领域关键环节中发

挥重要作用，有望推动行业需求实现高速增长。 

 

Q:公司目前硅业务板块的市场份额相对偏低，未来几年是否有

提升规划？ 

A:在半导体硅领域，国内企业起步较晚，与国际先进水平仍存

在差距，且海外厂商凭借前期在头部客户的长期验证积累，具

备了一定的先发优势。因此，目前半导体硅相关设备的整体国



 
 

 

产化率较低，由国外进口设备占据主要市场份额。一直以来公

司在半导体硅方面不断自主研发，目前正积极加强内部实验与

测试，重点瞄准更高规格、更高性能要求的方向推进技术攻关

和迭代，稳步缩小与海外的差距，持续提升相关业务的竞争力

与市场份额。 

 

Q:请问并购项目目前进展及标的公司业绩承诺情况？ 

A:公司已向上海证券交易所递交申请文件并已收到受理通知，

截止目前处于问询阶段。业绩承诺期间承诺净利润数可参照公

司已披露的并购重组相关文件。 

 


